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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　両側に２列に配置され、各々ある長さを有する複数の接触フィンガー（１６，１８）を
有する電子的画像センサー（１２）と、前記接触フィンガー（１６，１８）が電気的に接
続された回路基板（３０）とを備えた画像ピックアップモジュール、特に内視鏡または小
型カメラ用の画像ピックアップモジュールであって、
　前記回路基板（３０）は互いにつながって一体となっている少なくとも３つの部分（３
２，３４，３６）を有し、そのうち第一および第二の部分（３２、３４）は前記画像セン
サー（１２）の面に関して本質的に横方向に互いに間隔を開けて延び、第三の部分（３６
）は前記画像センサー（１２）の面と本質的に平行に延びており、それにより、前記第一
、第二および第三の部分（３２、３４、３６）の間に空間（５８）が存在しており、
　前記画像センサー（１２）は前記第三の部分（３６）から離れた前記第一および第二の
部分（３２、３４）の端部（３８、４０）に配設され、前記画像センサー（１２）の前記
接触フィンガー（１６，１８）の少なくとも１列が前記第一または第二の部分（３２、３
４）の外側面に沿って延びており、前記回路基板（３０）はたわまないものであり、前記
第一の部分（３２）、前記第二の部分（３４）および前記第三の部分（３６）が関節を有
さずに互いにつながっており、前記第一の部分（３２）および／または前記第二の部分（
３４）の長さが前記接触フィンガー（１６，１８）の少なくとも一部の長さよりも短いか
または等しく、前記回路基板（３０）の前記第一、第二および第三の部分（３２，３４，
３６）の間の前記空間（５８）が溝または切り欠きの形態で構成されており、前記画像セ
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ンサー（１２）の制御用電子装置の少なくとも１つの電子部品（７８、８０）が前記溝ま
たは切り欠き内に存在し、
　前記回路基板（３０）が平行六面体のバルク材料から製造され、かつ前記第一、第二お
よび第三の部分（３２，３４，３６）の間の前記空間（５８）がバルク材料から材料をく
り抜くことにより形成されている画像ピックアップモジュール。
【請求項２】
　前記第一および第二の部分（３２、３４）に沿って延びる前記画像センサー（１２）の
前記接触フィンガー（１６，１８）が、少なくとも部分的には前記回路基板（３０）の前
記第三の部分（３６）の外側（５２）に係合し、かつ前記外側において前記回路基板（３
０）に接続されている、請求項１記載の画像ピックアップモジュール。
【請求項３】
　前記接触フィンガー（１６，１８）の両方の列が前記第一の部分（３２）および前記第
二の部分（３４）の外側（４４、４６）を通って導かれ、前記回路基板の前記第三の部分
（３６）の前記外側（５２）において前記回路基板（３０）に接続されている、請求項１
または２に記載の画像ピックアップモジュール。
【請求項４】
　前記接触フィンガー（１６，１８）を受け入れている凹部が前記第一および／または第
二の部分（３２、３４）の前記外側面（４４，４６）の上に形成されている、請求項１な
いし３いずれかに記載の画像ピックアップモジュール。
【請求項５】
　前記少なくとも２つの電子部品（７８、８０）が前記空間（５８）内に、前記第三の部
分（３６）から前記画像センサー（１２）に向かう方向に互いに重なるように配設されて
いる、請求項１ないし４のいずれかに記載の画像ピックアップモジュール。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの電子部品（７８、８０）が、前記第一、第二および第三の部分（
３２，３４，３６）から距離をおいて前記空間（５８）の位置において少なくとも１本の
導線（９２～９８）に接続されている、請求項１ないし５のいずれかに記載の画像ピック
アップモジュール。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの電子部品（７８、８０）から延びる前記少なくとも１本の導線（
９２～９８）が、少なくとも部分的には前記第一、第二および第三の部分（３２，３４，
３６）を貫通して延び、前記第三の部分（３６）の前記外側（５２）に開口している穴（
６４～７０）を通って延設されている、請求項６記載の画像ピックアップモジュール。
【請求項８】
　前記第一、第二および第三の部分（３２，３４，３６）と前記少なくとも１つの電子部
品（７８、８０）の間の前記空間（５８）の残りのあいている部分に絶縁性の硬化性充填
材（１００）が充填されている、請求項１ないし７のいずれかに記載の画像ピックアップ
モジュール。
【請求項９】
　前記平行六面体のバルク材料が、ほぼ立方体のバルク材料である、請求項１ないし８の
いずれかに記載の画像ピックアップモジュール。
【請求項１０】
　前記第一、第二および第三の部分（３２，３４，３６）の間の前記空間（５８）がほぼ
Ｔ字型の断面形状を有し、前記空間（５８）の幅の広い部分が、前記画像センサー（１２
）に対向する前記第一および第二の部分（３２、３４）の前記端部（３８、４０）に位置
している、請求項１ないし９のいずれかに記載の画像ピックアップモジュール。
【請求項１１】
　前記画像センサー（１２）が、前記回路基板（３０）の前記第一および第二の部分（３
２、３４）の前記端部（３８，４０）に直接固定されている、請求項１～１０いずれかに
記載の画像ピックアップモジュール。
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【請求項１２】
　適切な場合は導電体として実施される複数の穴および／または導電体が、前記第三の部
分（３６）の前記外側（５２）から延びる前記回路基板（３０）の前記第一および第二の
部分（３２、３４）のうち少なくとも１つの材料を貫通して延び、前記第一および／また
は第二の部分（３２、３４）の前記第三の部分（３６）の内側（７２）で開口または終端
している、請求項１ないし１１のいずれかに記載の画像ピックアップモジュール。
【請求項１３】
　前記第一および／または第二の部分（３２、３４）が少なくとも前記外側において、前
記第三の部分の中心軸に関して斜めに前記第三の部分（３６）に向かって延びている、請
求項１ないし１２のいずれか１項に記載の画像ピックアップモジュール。
【請求項１４】
　ほぼ立方体に形成されてその横方向の寸法が約２ｍｍ×２ｍｍ以下である、請求項１な
いし１３のいずれかに記載の画像ピックアップモジュール。
【請求項１５】
　前記回路基板（３０）が多芯ケーブル（１０２）に接続されており、かつ前記ケーブル
（１０２）が前記第三の部分（３６）の前記外側（５２）において前記回路基板（３０）
に接続されている、請求項１ないし１４のいずれ記載の画像ピックアップモジュール。
【請求項１６】
　前記ケーブル（１０２）が前記回路基板（３０）に取り外し可能に接続されている、請
求項１５記載の画像ピックアップモジュール。
【請求項１７】
　前記接触フィンガー（１６，１８）の少なくとも１列が適当な長さに切断され、前記第
一および／または第二の部分（３２、３４）の外側（４４，４６）において前記回路基板
（３０）に接続されている、請求項１ないし１６のいずれかに記載の画像ピックアップモ
ジュール。
【請求項１８】
　画像ピックアップモジュール（１０）の組み立て方法であって、
　電子的画像センサー（１２）と回路基板（３０）とが備えられ、前記画像センサー（１
２）は両側に２列に配列されある長さを有する複数の接触フィンガー（１６，１８）を有
し、前記回路基板（３０）は少なくとも３つの部分（３２，３４，３６）を有しそのうち
第一および第二の部分（３２、３４）が本質的に第一の方向に互いに間隔を置いて延び、
第三の部分（３６）が前記第一の方向に関して本質的に横方向を向いた第二の方向に延び
ており、それにより、前記第一、第二および第三の部分（３２、３４、３６）の間に空間
（５８）が存在しており、前記画像センサー（１２）は前記第三の部分（３６）から離れ
た前記第一および第二の部分（３２、３４）の端部（３８，４０）に取り付けられ、少な
くとも１列の前記接触フィンガー（１６，１８）が前記第一および／または第二の部分（
３２、３４）の外側（４４，４６）に沿って配設され、かつ前記回路基板（３０）に電気
的に接続される方法であって、
　前記回路基板（３０）は、たわまないものであり、前記回路基板（３０）の長さは、前
記接触フィンガー（１６，１８）の長さよりも短いかまたは等しく、また前記回路基板（
３０）の前記空間（５８）は、関節を有さずに互いにつながっている前記第一、第二およ
び第三の部分（３２，３４，３６）の間の溝または切り欠きの形態で構成され、少なくと
も１つの電子部品（７８，８０）が前記溝または切り欠きに挿入され、かつ前記画像セン
サー（１２）を取り付ける前に前記回路基板（３０）に接続され、
　前記回路基板（３０）は装着の前に平行六面体のバルク材料から製造され、材料をくり
抜くことにより前記バルク材料内に溝を形成し、それにより前記回路基板（３０）の前記
第一、第二および第三の部分（３２，３４，３６）ならびにこれらの部分（３２，３４，
３６）の間の前記空間（５８）を形成する方法。
【請求項１９】
　前記平行六面体のバルク材料が、ほぼ立方体のバルク材料である、請求項１８記載の方
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法。
【請求項２０】
　前記画像センサー（１２）を取り付ける前に、前記第一、第二および第三の部分（３２
，３４，３６）の間の前記空間（５８）内に少なくとも２つの電子部品（７８，８０）が
挿入されて前記回路基板（３０）に接続され、前記少なくとも２つの電子部品（７８，８
０）は前記第三の部分（３６）の上に互いに重なり合うように取り付けられる、請求項１
８または１９に記載の方法。
【請求項２１】
　少なくとも１つの前記電子部品（７８，８０）は前記第一、第二および第三の部分（３
２，３４，３６）の間の前記空間（５８）の位置で少なくとも１本の導線（９２～９８）
に接続される、請求項１８ないし２０のいずれかに記載の方法。
【請求項２２】
　少なくとも１つの前記電子部品（７８，８０）が前記第三の部分（３６）の前記外側（
５２）で接続される、請求項１８ないし２１のいずれかに記載の方法。
【請求項２３】
　少なくとも１つの前記電子部品（７８，８０）を挿入した後に、残る前記第一、第二お
よび第三の部分（３２，３４，３６）の間のあいている前記空間（５８）に硬化性の充填
材（１００）が充填される、請求項１８ないし２２のいずれかに記載の方法。
【請求項２４】
　前記画像センサー（１２）が前記回路基板（３０）に取り付けられる前に、前記充填材
（１００）が前記空間（５８）に充填される、請求項２３記載の方法。
【請求項２５】
　前記画像センサー（１２）の少なくとも１列の前記接触フィンガー（１６，１８）が前
記第三の部分（３６）の前記外側（５２）上に向きを変えられ、前記外側で前記回路基板
（３０）に接続される、請求項１８ないし２４のいずれかに記載の方法。
【請求項２６】
　多芯ケーブル（１０２）が前記第三の部分（３６）の前記外側（５２）において前記回
路基板（３０）に接続される、請求項１８ないし２５のいずれかに記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像ピックアップモジュールに関し、さらに詳しくは、内視鏡または小型カメ
ラ用の画像ピックアップモジュールであって、両側に２列に配置されて各々ある長さを有
する複数の接触フィンガーを有する電子的画像センサーと、前記接触フィンガーが電気的
に接続された回路基板とを備え、前記回路基板は少なくとも３つの部分を有しその第一お
よび第二の部分は画像センサーの面に関して本質的に横方向に互いに間隔を開けて延設さ
れ、第三の部分は前記画像センサーの面に対して本質的に平行に延びており、それにより
、前記第一、第二および第三の部分の間に空間が存在しており、前記画像センサーは前記
第三の部分から離れた前記第一および第二の部分の端部に配設され、かつ前記画像センサ
ーの前記接触フィンガーの少なくとも１列が前記第一および第二の部分の外側面に沿って
延設されていることを特徴とする画像ピックアップモジュールである。
【０００２】
　また、本発明は画像ピックアップモジュール、電子的画像センサーおよび回路基板を組
み立てる方法に関する。前記画像センサーは両側に２列に配置されて各々ある長さを有す
る複数の接触フィンガーを有する。前記回路基板は少なくとも３つの部分を有しその第一
および第二の部分は本質的に第一の方向において互いに間隔を開けて延設され、第三の部
分は第一の方向に関して本質的に横方向に向く第二の方向に延びており、それにより、前
記第一、第二および第三の部分の間に空間が存在している。前記画像センサーは、前記第
三の部分から離れた前記第一および第二の部分の端部に取り付けられており、少なくとも
１列の前記接触フィンガーが前記第一または第二の部分の外側面に沿って配設され、しか
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も前記回路基板に電気的に接続されている。
【背景技術】
【０００３】
　上記タイプの画像ピックアップモジュールおよび上記タイプの方法は、下記特許文献１
に開示されている。
　このタイプの電子的画像ピックアップモジュールは、一般にビデオ録画技術に使用され
る。ビデオカメラでの使用とは別に、かかる電子的画像ピックアップモジュールは可能な
限り小型化された設計で、特に技術的または医療の目的の内視鏡にも使用される。かかる
内視鏡またはビデオ内視鏡は例えば下記特許文献２に開示されている。
【０００４】
　画像ピックアップモジュールは一般に、入射する光を電気信号に変換する電子的画像セ
ンサーすなわち画像ピックアップを備えている。一般に、かかる電子的画像センサーはＣ
ＣＤまたはＣＭＯＳ技術を使用して実現されている。
　現在、ＴＡＢ（テープオートメイテッドボンディング）技術を使用して製造された小型
画像センサーが優先して使用されている。このタイプの画像センサーは、画像センサーの
両側に２列に配設された接触フィンガーを有し、画像ピックアップモジュールの回路基板
に接続される。
【０００５】
　前記画像ピックアップモジュールの回路基板は、画像センサーを接続するだけでなく、
下記特許文献１に開示された画像ピックアップモジュールの場合のように、画像センサー
の電子的制御装置の電子部品を構成するトランジスタまたはコンデンサのような電子部品
を受け入れる役割も果たす。
　上で述べた既知の画像ピックアップモジュールの場合、回路基板は可撓性の接続部分に
沿って折り曲げることができる一体の板で構成され、断面形状が概略Ｕ字型の平行六面体
をなすように折り曲げることが出来る。折り曲げた状態では、回路基板の本体は画像セン
サーに関して本質的に横方向に延びて互いに間隔を開けて配設された２つの部分と、本質
的に画像センサーと平行に配設された第三の部分とを有し、前記第三の部分から離れて配
設された回路基板本体の第一および第二の部分の端部に画像センサーが取り付けられる。
前記既知の画像ピックアップモジュールの、この回路基板の第三の部分は、回路基板から
引き出される電気ケーブルを貫通させる役割を果たし、特にこのケーブルの張力を緩和す
る。それに対して画像センサーの電子的制御装置の電子部品は、回路基板の第四の部分の
内側に取り付けられ、その外側の側面から画像センサーが配設される。
【０００６】
　かかる画像ピックアップモジュールの内視鏡内での使用は、画像センサーの小型化とマ
イクロテクノロジーの進歩により、初めて可能になったものである。内視鏡では、画像ピ
ックアップモジュールは通常その先端、すなわち例えば下記特許文献２で説明されている
ように、内視鏡のシャフトの患者に面する側の先端に配設されている。この場合、「従来
の」内視鏡内に備えられた画像伝送用の光学システムの代わりに画像ピックアップモジュ
ールが使用され、複数のレンズを直列に配設したもので構成される。先端で受けた画像を
、光学的に結像するレンズシステムによって手前側の端、すなわち患者から離れた側の端
に伝送する代わりに、画像ピックアップモジュールでは光信号が電気信号に変換されて少
なくとも１つのケーブルまたは一般にケーブルシステムを介して手前側の端、そしてカメ
ラの制御ユニットに伝送される。
【０００７】
　内視鏡では、シャフトの外周は常に可能な限り小さな横断面を有するように求められる
。そのため、それに使用される画像ピックアップモジュールはそのようなシャフト内に収
まるように可能な限り小さな外周の横断面を持たねばならない。例えば医療用のビデオ内
視鏡の場合、シャフトの直径はわずか数ｍｍであり、いかなる場合にも１０ｍｍ未満であ
る。このことは、小型画像ピックアップモジュールの寸法は可能な限り小さくすべきこと
、できれば６ｍｍ未満とすべきことを意味する。そのため、画像ピックアップモジュール
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のコンパクトな設計が求められている。
【０００８】
　一方、一体型設計の画像ピックアップモジュールは画像センサーの機能に求められる一
連の部品（例えば増幅器）を含み、それにより画像ピックアップモジュールだけを通常の
多芯ケーブルに接続すればよいようにすべきである。この多芯ケーブルは、内視鏡内でそ
の先端に取り付けられた画像ピックアップモジュールを使用する場合、画像ピックアップ
モジュールと内視鏡の手前側または外部装置内の制御回路（カメラ制御ユニット）との間
の電圧供給および信号伝送を行う。
【０００９】
　下記特許文献２に開示されている画像ピックアップモジュールは２枚の別々の回路基板
を有する。すなわち単体の１枚の回路基板で画像センサーを接続するのではなく、２枚の
回路基板が通常の仕方で小型電子部品を受け、かつ外に引き出されるケーブルまたはケー
ブルシステムを接続する役割を果たす。この場合、２枚の回路基板は互いに平行に、かつ
画像センサーの面にほぼ直角に配設される。信号処理用の電子回路は２枚の回路基板上で
独立に機能することはできないので、例えばラインまたは接続する回路基板のような形態
の電気的接続を追加して組み込まねばならず、そのためにこの既知の画像ピックアップモ
ジュールの取り付けコストが増大してしまう。２枚の回路基板の間の間隙は硬化性のプラ
スチックで充填される。この場合、回路基板から出るケーブルはその外側で２枚の回路基
板に接続され、画像センサーの接触フィンガーも同様に、外に引き出される回路基板の接
点の先端において２枚の回路基板の外側で回路基板に接続される。
【００１０】
　したがってこの既知の画像ピックアップモジュールもまた、画像センサーに関して横方
向の寸法を有している。その寸法は画像センサーの側面の寸法よりも大幅に大きい。
　このタイプの画像ピックアップモジュールに求められる別の要求は、画像ピックアップ
モジュールがコスト的に効果的に、また短い時間で製造可能であるべきだということであ
る。特にこの画像ピックアップモジュールの個々の部品の組み立ては、画像ピックアップ
モジュールが小型化しコンパクトになっていても、可能な限り単純に実施可能とすべきで
ある。
【００１１】
　下記特許文献３では別の画像ピックアップモジュールが説明されており、その場合画像
センサーは断面がＵ字型をなす一体の回路基板上に配設されている。この場合、画像セン
サーは回路基板のＵ字型の溝の中に埋め込まれ、その結果、画像センサーに対して横方向
に非常に短い構造が実現するにもかかわらず、この既知の画像ピックアップモジュールで
は電子部品は回路基板の外側に取り付け、かつ接続しなければならず、その結果これらの
部品は外部からの影響に対してほとんど保護されないことになる。
【特許文献１】独国特許出願公開第１９９　２４　１８９号明細書
【特許文献２】米国特許第５，７５４，３１３号明細書
【特許文献３】米国特許第４，７４５，４７１号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は最初に述べたタイプの画像ピックアップモジュールを開発することを目的とし
たものであり、全体としてコンパクトな構造を有し、特に、画像センサーに対して横方向
の長さを可能な限り短くし、また画像ピックアップモジュールを容易に製造可能とするこ
とを目的とする。
　本発明は更に、容易に行える画像ピックアップモジュールの組み立て方法を示すことを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明によれば、最初に述べた画像ピックアップモジュールにおいて、回路基板はたわ
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まないものであり、第一の部分、第二の部分および第三の部分が関節を有さずに互いにつ
ながっており、第一の部分および／または第二の部分の長さが接触フィンガーの少なくと
も一部の長さよりも短いかまたは等しく、回路基板の第一、第二および第三の部分の間の
空間が溝または切り欠きの形態で構成されており、画像センサーの制御用電子装置の少な
くとも１つの電子部品が前記溝または切り欠きに存在し、回路基板が平行六面体のバルク
材料から製造され、かつ第一、第二および第三の部分の間の前記空間がバルク材料から材
料をくり抜くことにより形成されているという事実により、上記の目的が達成される。
　回路基板が平行六面体のバルク材料から製造され、かつ第一、第二および第三の部分の
間の前記空間がバルク材料から材料をくり抜くことにより形成されていることにより、一
方では、特に簡易に実行できる操作による材料のくり抜きで回路基板を容易に製造でき、
また一方では、しかも完成した回路基板はバルク材料を出発材料として形成されているの
で所望の高い安定性を有するという利点がある。
【００１４】
　本発明による画像ピックアップモジュールの回路基板は、画像センサーの先端での制御
用電子装置のための、例えばトランジスタ（増幅器）およびコンデンサのような少なくと
も１つの電子部品、好適には複数の電子部品を配列することで、切り欠きまたは溝を有す
る一体の堅固な本体により形成される。画像センサーは回路基板すなわちＵ字型断面の「
開放」側、に取り付けられ、例えば回路基板の第一の部分および第二の部分の自由端に接
着して固定される。このようにして、画像ピックアップモジュールは全体として平行六面
体、または好適には立方体の外形をなして形成することができ、そのエッジの長さは画像
センサーの面の縁の長さに対応する。３つの部分を関節を有さずに、つまり剛体的結合と
することにより、画像ピックアップモジュールの全体としての設計を非常に安定したもの
とし、たわまない回路基板は同時にハウジングとして機能し、それにより中に配置された
部品を保護する。更に画像センサーに対する横方向の回路基板の長さは、画像センサーの
接触フィンガーよりも長くならないように、十分に短く選択されるが、このことにより、
第一および第二の部分の外側面に沿って延設される接触フィンガーを、１つの実施形態に
おけるように、第三の部分の外側面または下面で回路基板に接続するというさらなる利点
を有する。
【００１５】
　１つの実施形態では、第一および第二の部分の外側面に沿って延設される画像センサー
の接触フィンガーは、少なくとも部分的には回路基板の第三の部分の外側（外側面）に係
合し、前記外側において回路基板に接続される。
　この手段の利点は、前記回路基板の固定した構成と関連して、第三の部分の外側面の周
囲に係合する接触フィンガーが画像ピックアップモジュールの全体としての安定性を更に
向上する一方、回路基板に対する画像ピックアップモジュールの取付けを確実にする。こ
の場合、接触フィンガーの総数のうちの個々のものだけが回路基板の第三の部分の外側面
の周囲に係合して、残りの接触フィンガーが第一のおよび／または第二の部分の外側面で
終わるようにしてもよい。別の実施形態におけるように、接触フィンガーの少なくとも一
部、または好適には画像センサーの接触フィンガー全てが第三の部分の外側面にあれば、
画像ピックアップモジュールの横断面寸法が横方向の接続位置によって増大することが無
く、むしろ第一および第二の部分の外側面が画像センサーの対応する側面の縁と本質的に
面一に終端するという利点を有する。
【００１６】
　この目的のために、第一および／または第二の部分の外側面上に、接触フィンガーを受
けるための凹部を形成することが更に好ましい。
　この手段により、画像ピックアップモジュールの横断面の寸法が、画像センサーの横断
面寸法に対応する回路基板の最大使用可能な横断面寸法との関連で、接触フィンガーが第
一のおよび／または第二の部分の外側面上の凹部内に埋設されるので、接触フィンガーが
横断面を更に大きくすることはない。
【００１７】
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　別の好適な改良において、第三の部分から画像センサーに向かう方向で前記空間内に少
なくとも２つの電子部品が互いに重なって配設される。
　この手段の場合、前記空間、すなわち回路基板内の上記の溝または切り欠きが、モジュ
ールのコンパクトな設計との関連で、電子部品を受けるために最適に利用される。この場
合、例えばトランジスタが取り付けられた第三の部分から出る電子部品は、互いに重ねあ
わされて相互に取り付けられる。その結果、回路基板の内部空間は３次元的に利用され、
それにより回路基板の外形寸法を低減することが可能になる。
【００１８】
　別の好適な改良において、前記少なくとも１つの電子部品は第一、第二または第三の部
分から離れている空間の位置で少なくとも１本の導線に接続される。
　この手段の場合、例えば前記電子部品が通常３本の接触フィンガーを有するトランジス
タである場合、各々の接触フィンガーは導線によって回路基板に接続される。第一、第二
および第三の部分から離れた位置にある空間または溝または切り欠きの場所でそれぞれの
接触フィンガーに導線を接続することは、前に述べたように３つの部分の間の空間がその
３次元的な広がりに関して最適に利用されるという利点を有し、回路基板の３つの部分が
それらの２次元的な寸法に関して小さく維持できることに寄与する。
【００１９】
　この場合、少なくとも１つの電子部品から引き出される少なくとも１本の導線が、少な
くとも部分的には、第一または第二の部分を貫通し、かつ第三の部分の外側面で開口する
穴を通って配線されることが更に好ましい。
　この場合、回路基板の内部空間内に配設された少なくとも１つの電子部品に必要とされ
る接続が、回路基板の外側面において、特に第三の部分の外側面でも行われるという利点
があり、その場合第三の部分の外側面は容易にアクセス可能であるので、接続、例えば半
田付けによる接続が特に単純化される。第一、第二または第三の部分内の穴を通って導線
を配線することは、第三の部分の外側面へのスルーホールメッキ（スルーメッキ）を回路
基板の材料を貫通して行えることと、その結果余分の空間を必要としないという利点を有
する。特に回路基板が全体として絶縁材料、例えば硬質プラスチックから製造される場合
は、そのような穴を互いに間隔を開けて複数個備えることが可能であり、したがって各導
線を他の導線から絶縁された状態で専用の穴を通して第三の部分の外側面に引き出すこと
ができるので、この手段は絶縁処理の観点からも有利である。各穴は少なくとも部分的に
メタライズ（金属化）して、導線を完全に穴を貫通して配線しなくてもよいようにするこ
とができ、むしろ穴の金属化を介して第三の部分の外側面への導通を実現することができ
る。
【００２０】
　更に別の実施形態において、第一、第二および第三の部分と少なくとも１つの電子部品
との間の空間の残りのあいている部分を、硬化可能な絶縁性充填材で充填する。
　前記硬化可能な絶縁性充填材には、一方では、それが硬化後に画像センサー、回路基板
および少なくとも１つの電子部品を備えた全体の構成を更に安定化または強化し、また他
方で１つまたは複数の部品を接続するために備えられる導線を絶縁する上で有利に作用す
るという利点がある。
【００２１】
　平行六面体のバルク材料は、ほぼ立方体のバルク材料であってもよい。
【００２２】
　更に別の好適な改良では、第一、第二および第三の部分の間の空間は断面形状がほぼＴ
字型をしており、この空間の広くなった部分は、画像センサーに対向する第一および第二
の部分の端部に位置する。
　３つの部分の間の空間がＴ字型の形状をなすことにより、第一および第二の部分の内側
に段差が形成され、それにより３つの部分の間の空間内に配設された部品を接続するため
に第一および第二の部分の材料を貫通して導線を配線できる。更にまた、画像センサーは
第一および第二の部分内の段差から離れており、一方導線は段差の高さに配置されるので
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、導線が誤って画像センサーに接触する危険が回避される。
【００２３】
　更に別の好適な改良では、画像センサーは回路基板の第一および第二の部分の端部に直
接取り付けられている。
　この手段は、画像ピックアップモジュールの構造的な長さの低減にはつながらないが、
むしろ、画像ピックアップモジュール全体の安定化に有利に寄与し、かつ画像センサーの
回路基板への機械的な接続を単純化する。
【００２４】
　前に述べたように、複数の穴または導電体が回路基板の少なくとも１つの第一および第
二の部分の材料を貫通して延設され、第三の部分の外側面から出て第三の部分（第一およ
び／または第二の部分）の内側で開口または終端することが更に好ましい。
　３つの部分の材料を貫通して延設される穴または導電体は、回路基板の内部空間から第
三の部分の外側まで容易にスルーホールメッキできるという利点がある。この構成は、
上で述べた３つの部分の間の空間のＴ字型形状と組み合わせると特に有利であり、この場
合は第一および／または第二の部分の穴は空間のＴ字型構造によって形成された第一およ
び／または第二の部分における段差部で開口していると有利である。
【００２５】
　本発明による画像ピックアップモジュールの小型化した構成の目的のために、特に内視
鏡内で使用のために提供される場合は、画像ピックアップモジュールはほぼ立方体に形成
され、側面の寸法を約２ｍｍ×２ｍｍ以下とする。
　更に別の好適な改良では、回路基板は多芯ケーブルに接続され、前記ケーブルは第三の
部分の外側面において回路基板に接続されている。
【００２６】
　この場合、第三の部分の外側面は特に接続を行う際にアクセスが容易であるから、回路
基板から出て回路基板に向かうケーブルの接続が特に容易に行えるという利点がある。こ
の場合、ケーブルを取り外し可能に回路基板に接続することが更に好適である。
　ケーブルを回路基板に取り外し可能に接続することは、保守作業のために画像ピックア
ップモジュールをケーブルから容易に取り外すことができ、また例えば内視鏡から容易に
取り外せるという利点がある。取り外し可能な接続は例えば、回路基板の第三の部分の外
側面に対して補足的な別の回路基板にケーブルを接続することで実現できる。そしてケー
ブルをこの追加の回路基板に固定して接続し、追加の回路基板は次に、例えば導電性接着
剤または容易に取り外し可能な半田を使用した接合により接続することで、単に接触させ
て第三の部分の外側面に接続される。
【００２７】
　画像ピックアップモジュールの更に別の好適な改良では、画像センサーの１列の接触フ
ィンガーが所定の長さに切断され、第一または第二の部分の外側面上で回路基板に接続さ
れている。
　この場合、引き出されるケーブルシステムを接続するためにより大きな面積が、回路基
板の第三の部分の外側面上で得られることが有利である。
【００２８】
　更に別の好適な改良では、第一および／または第二の部分は、第三の部分に向かって少
なくとも外側面上で第三の部分の中心軸に対して斜めに配設されている。
　この手段のために、画像ピックアップモジュールは外側面上で画像センサーから手前側
の端に向かってテーパー形状と（先細に）なるが、これは画像センサーの少なくとも１列
の接触フィンガーが、第三の部分の外側面上ではなく、第一および／または第二の部分の
外側面上で回路基板に接続されるときに、上で述べた構成において特に有利である。それ
は、その場合に接触フィンガーが第一および／または第二の部分の外側面上で接続される
にもかかわらず、画像ピックアップモジュールの横断面寸法が大きくならないからである
。
【００２９】
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　最初に述べた画像ピックアップモジュールの組み立て方法に関して、本発明の基礎とな
る目的は、回路基板は、たわまないものであり、回路基板の長さが接触フィンガーの長さ
よりも短いかまたは等しく、回路基板の前記空間は、関節を有さずに互いにつながってい
る第一、第二および第三の部分の間の溝または切り欠きの形態で構成され、その溝または
切り欠き内に少なくとも１つの電子部品が挿入され、しかも画像センサーが取り付けられ
る前に第三の部分の外側面上で回路基板に接続され、回路基板は装着の前に平行六面体の
バルク材料から製造され、材料をくり抜くことにより前記バルク材料内に溝を形成し、そ
れにより回路基板の第一、第二および第三の部分ならびにこれらの部分の間の前記空間を
形成することにより、実現される。
　回路基板が平行六面体のバルク材料から製造され、バルク材料から材料をくり抜くこと
で溝を形成して回路基板の第一、第二および第三の部分を形成し、これらの部分の間の空
間を形成することにより、一体構造の回路基板を安定して実現できる。
【００３０】
　平行六面体のバルク材料は、ほぼ立方体のバルク材料であってもよい。
　画像センサーの制御用電子装置が複数の電子部品からなる場合、画像センサーを取り付
ける前にこれらの電子部品を第一、第二および第三の部分の間の空間に挿入して回路基板
に接続し、前記少なくとも２つの電子部品を第三の部分の上、すなわち内側で互いに重ね
合わせて取り付けることが更に好適である。                                        
                            
【００３１】
　この場合、例えば第一の電子部品を第三の部分の内側に接着剤で固定し、次に第二の電
子部品を第一の電子部品の上に接着剤で固定する、というようにする。
　更に別の好適な改良では、前記少なくとも１つの電子部品は、第一、第二および第三の
部分の間の空間の位置で少なくとも１本の導線に接続され、導線は次に第三の部分の外側
に接続される。
【００３２】
　前記少なくとも１つの電子部品と前記少なくとも１本の導線とを挿入した後に残る第一
、第二および第三の部分の間のあいている空間には、硬化性充填材を充填する。
　溝または凹みの形態で実現されるあいている空間は、好適には第一および第二の部分に
対して横方向に向いた２つの側面上で開口するので、充填材を充填する前にこれらの側面
を例えばフィルムで被覆する。このフィルムは好適には充填材が硬化した後で容易に充填
材から剥がすことができる。
【００３３】
　この場合、画像センサーを回路基板に取り付ける前に、充填材を３つの部分の間の空間
内に充填することが更に好適である。
　この場合、後で画像センサーが取り付けられる回路基板の側面を、充填材を充填するた
めの充填用開口部として利用できることが有利である。
　更に別の好適な改良では、画像センサーの少なくとも１列の接触フィンガーを第三の部
分の外側上に向きを変え、前記外側上で回路基板に接続する。
【００３４】
　最後に、好適には多芯ケーブルを第三の部分の外側で回路基板に接続するが、前に説明
したようにこの接続は取り外し可能であることが好適である。
　以下の説明と添付図面とにより、更に別の利点および特徴が示される。
　上で説明した特徴および以下で説明する特徴は、具体的に説明した組み合わせだけでな
く、本発明の趣旨から逸脱することなく他の組み合わせまたはそれら単独でも使用可能で
あることは言うまでもない。
【００３５】
　本発明の実施形態を図面に図示し、それを参照して以下詳細に説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
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　図１および図１０は、参照符号１０で示される画像ピックアップモジュールの全体を、
組み立てが完成した状態で示す。画像ピックアップモジュール１０の詳細は図２～図９に
示す。
　画像ピックアップモジュール１０は好適には内視鏡（図示せず）、特にビデオ内視鏡、
または小型カメラ内で使用される。画像ピックアップモジュール１０は小型化された形態
の光電子部品である。図１～図１０が大幅に拡大された図であることは言うまでもない。
【００３７】
　画像ピックアップモジュール１０は、第一の主要部品として電子的画像センサー１２を
有する。画像センサー１２は光の入射端に外側面１４を有し、これを通過した光は画像セ
ンサー１２に入る。画像ピックアップモジュール１０が使用されるとき、例えば観察対象
の物体の画像を画像センサー１２で捉えるために、内視鏡の先端部分内に画像センサーが
取り付けられた状態において、結像光学システムが光の入射端における外側面１４の上流
側に接続される。
【００３８】
　画像センサー１２は、ＣＣＤまたはＣＭＯＳ技術を使用してＴＡＢ構成で実現されてい
る。
　画像センサー１２は、複数の接触フィンガー１６および１８を有し、本実施形態の場合
は合計１０本の接触フィンガー１６および１８を有する。接触フィンガー１６および１８
は、画像センサー１２の本体２４の対向する側面２０および２２の上に２列で配列されて
いる。この場合、接触フィンガー１６が接触フィンガーの第一の列を形成し、接触フィン
ガー１８が接触フィンガーの第二の列を形成している。図３は画像センサー１２が画像ピ
ックアップモジュール１０内に組み込まれる前の分離した初期状態を示す。この初期状態
では、接触フィンガー１６および１８は本体２４の平面に本質的に平行に延設される。接
触フィンガー１６は非導電性の薄膜（薄板）２６を介して互いに接続され、それに対応し
て接触フィンガー１８は非導電性の薄膜（薄板）２８を介して互いに接続されている。
【００３９】
　画像ピックアップモジュール１０の別の主要部品は回路基板３０（図１）であり、図２
ではこれを分離して図示する。
　回路基板３０は３つの部分３２，３４および３６を有し、これらは関節でつながれてい
るのではなく、互いにつながって一体となっており、第一の部分３２と第二の部分３４と
は互いに間隔をあけて本質的に平行に延設され、かつ図１に示すように画像センサー１２
に対して本質的に横方向（横切る方向）に延び、一方第三の部分３６は画像センサー１２
とほぼ平行に、かつ第一の部分３２および第二の部分３４に対してほぼ横方向に延びてい
る。図１によれば、画像センサー１２は第三の部分３６から離れた位置にある第一の部分
３２および第二の部分３４の端部３８および４０に配設され、部分３２および３４から距
離をおかずにここに例えば接着により取り付けられている。これにより、外側面から離れ
た下側すなわち内側４２は、光の入射端において回路基板３０に対向する。
【００４０】
　接触フィンガー１６および１８は、それぞれ第一の部分３２および第二の部分３４の外
側面４４および４６に沿って延びる。
　第一の部分３２および第二の部分３４の長さＬは、それぞれ接触フィンガー１６および
１８の長さよりも短く（特に図９参照）、そして図１０で最もよく示されるように、接触
フィンガー１６および１８の端部４８および５０がそれぞれ各部分３２および３４の周囲
を回って第三の部分３６の外側５２に係合している。
【００４１】
　第三の部分３６の外側５２において、接触フィンガー１６および１８は回路基板３０に
電気的に接続される。回路基板３０は対応する接点５４および５６を第三の部分の外側５
２に有する（図８参照）。
　接続点、例えば接点５４および５６の位置は例外として、回路基板３０は非導電性材料
、例えばプラスチックで一体に製造されている。
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【００４２】
　第一の部分３２、第二の部分３４および第三の部分３６の間に、回路基板３０は以下で
説明するように電子部品を受け入れる空間５８を有する。
　回路基板３０の製造に際しては、回路基板を平行六面体または立方体のバルク材料から
製造し、空間５８を形成するために、バルク材料から材料を例えばフライス加工によって
くり抜くことで溝または切り欠きを形成する。この場合、図２に示すように溝または切り
欠きは３つの側で開口している。
【００４３】
　図２に示すように、各部分３２，３４および３６の間の空間５８がＴ字型の構造を有し
、その広くなった部分が、各部分３２および３４の端部３８および４０において、それに
対して横方向に位置している。したがって空間５８は第一の部分３２における段差部６０
と第二の部分３４における段差部６２を有する。
　回路基板３０は更に複数の穴６４、６６、６８および７０を有する。穴６４の１つに対
して破線７４で示すように、穴６４、６６は第三の部分３６を貫通してその内側７２から
外側５２まで延びている。
【００４４】
　穴６８および７０はそれぞれ第一の部分３２と第二の部分３４とを貫通して延び、図２
において穴６８の１つに対して破線７６で示すように、それぞれ段差部６０および６２に
おいて各部分３２，３４の端部３８および４０の領域で開口し、また反対側でかつ同様に
第三の部分３６の外側５２上で開口している。穴６４～７０はすべて、回路基板３０の材
料によって互いに絶縁されている。内側穴６４～７０は電気を通すようにメタライズ（金
属化）することができる。すなわち、例えば穴６４～７０の壁面をメタライズ（金属化）
するか、または穴６４～７０を金属で完全に充填することにより、導体を有するようにす
る。このようにして、穴６４～７０は回路基板３０の本体を貫通するスルーホールメッキ
された穴を構成する。
【００４５】
　図５に示すように、第一、第二および第三の部分３２、３４および３６の間の空間５８
は、画像センサー１２の制御装置の電子部品を受ける役割を果たす。この場合、画像ピッ
クアップモジュール１０は第一の電子部品７８と第二の電子部品８０とを有する。第一の
電子部品７８は図４で個別に図示するようにトランジスタであり、第二の電子部品８０は
コンデンサである。第一の電子部品７８は第一の部分３２と第二の部分３４との間におい
て、第三の部分３６の内側７２上に配設されて、例えば接着によってここに取り付けられ
、第二の電子部品８０は第一の電子部品７８の上に配設され、同様に例えば接着によりこ
こに取り付けられている。従って、２つの電子部品７８および８０は空間５８内で互いに
重なるように配置され、その結果空間５８はその３次元の寸法に関して最適に利用される
。
【００４６】
　第一の電子部品７８は、電子部品７８から上方に突き出した３つの接点８２，８４およ
び８６（図４参照）を有する。すなわち接点８２、８４および８６は、それぞれ部分３２
および３４の端部３８および４０に向かって延びている。第一の電子部品７８を構成する
トランジスタは、例えば市販の小型のトランジスタであり、それが適切な場合は、回路基
板３０への取り付けの前に、接点８２、８４および８６は図４に示すように部品７８の接
続に適切な位置および長さとするために曲げられ、部分的に切断される。
【００４７】
　第二の電子部品８０は、部品８０の両側の端に配設された２つの接点８８および９０を
有する。
　第一の電子部品７８と第二の電子部品８０とを回路基板３０に電気的に接続するために
、図６に示すように、複数の導線９２～９８および図に示されない別の導線が備えられて
いる。このタイプの５本の導線９２～９８は、電子部品７８および８０の合計５個の接点
に対応して備えられている。導線９２～９８は好適には絶縁体のために必要な空間を不要
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にするために、外部の絶縁被覆を備えずに形成されている。導線９２～９８は後で説明す
るように別の方法で絶縁されている。
【００４８】
　電子部品７８および８０では、個々の導線９２～９８は第一、第二および第三の部分３
２、３４、３６から間隔を開けた位置で接続されている。それにより、部品７８および８
０もまた最適にスペースを節約する仕方で接続しながら、回路基板３０内の空間５８の３
次元的なスペースを利用する。
　導線９２～９８は、穴６４～７０を通って第三の部分３６の外側５２まで引き出される
か、あるいは少なくともスルーホールメッキで配線されている。このようにして、導線９
２は図８からわかるように、第三の部分３６内の穴６４を通って第三の部分３６の外側５
２まで引き出されているかまたはスルーホールメッキで配線されている。この場合の空間
５８または溝５８のＴ字型の形状は、例えば導線９４、９６および９８が、その上に位置
する画像センサー１２と接触したり、あるいは後で画像センサー１２を部分３２および３
４上に取り付けるのを阻害したりせずに、対応する穴６８および７０から出ることができ
る利点を有する。
【００４９】
　部品７８および８０の実際の接続は、図８を参照して導線９２について上で述べたよう
に、回路基板３０の第三の部分３６の外側５２上で導線９２～９８を引き出すかまたはス
ルーホールメッキすることで行われる。
　回路基板３０の各部分３２、３４および３６と部品７８および８０との間の空間５８の
残りの領域は、硬化性の充填材１００で充填されるが、充填材１００は、最初は液状であ
り液体状態では空間５８の残りの自由空間と部分的な領域とのすべてに浸透するのに十分
な低い粘性を有する、例えばエポキシ樹脂である。この場合充填材１００は、導線９２～
９８およびすべての電気的に導体である表面、例えば第一の部品７８の接点８２～８６お
よび第二の部品８０の接点８８および９０の表面の絶縁を、同時に実現する。図１および
７～１０において、充填材１００は透明でないものとして図示されており、その結果、空
間５８内に配置された部品７８および８０、導線９２～９８および各部分３２，３４およ
び３６の内側７２，７３および７５がこれらの図示において見えない。
【００５０】
　ただし充填材１００は同様にして透明に形成することも可能である。
　図１，８，９および１０を参照して、画像ピックアップモジュール１０は複数の芯線１
０４を有するケーブル１０２に接続されている。芯線１０４は各々個別に回路基板３０に
接続されており、１０６は図１０の芯線１０４の1本に対する接続位置を示す。この場合
、画像センサー１２の接触フィンガー１６および１８のそれぞれの端部４８および５０と
同様に、芯線１０４は回路基板３０の第三の部分３６の下側５２で接続されている。
【００５１】
　電気的な遮蔽の目的のために、板状に実現されている遮蔽要素１０８が個々の芯線１０
４に接続されている。
　ケーブル１０２または芯線１０４は、好適には取り外し可能に回路基板３０に接続され
ている。これは図示はしてないが、回路基板３０の第三の部分３６の外側５２に対して補
足的に備えられた別の回路基板によって行うことができる。そして個々の芯線を前記補足
的な回路基板に接続し、回路基板全体を例えば半田付けにより、回路基板３０の第三の部
分３６の外側５２に接続する。画像ピックアップモジュール１０がその後ケーブル１０２
から切り離される場合は、補足的な回路基板と回路基板３０の間の半田付け位置または接
着固定位置だけを外せばよく、これは回路基板３０の第三の部分３６の外側５２に半田付
けされた個々の芯線１０４の半田付けを外すよりも簡便である。
【００５２】
　画像ピックアップモジュール１０は全体として立方体の構造を有しており、この立方体
の構造の側方の寸法は約２ｍｍ×２ｍｍ以下である。回路基板３０の第一の部分３２およ
び第二の部分３４の外側面４４および４６も画像センサー１２から見て手前側に向かって
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テーパー形状となっている。すなわち第三の部分３６の中央に向かって傾斜している。し
かし部分３２および３４を全体として第三の部分３６の中央に向かって傾斜することも可
能である。
【００５３】
　更に、回路基板３０の第一の部分３２および第二の部分３４の外側面４４および４６上
にチャンネル形状の凹みを備えて、その凹みの中に接触フィンガー１６および１８を受け
ることもでき、それにより画像センサー１２の接触フィンガー１６および１８が回路基板
３０の部分３２および３４の外側面４４および４６より上に来ないようにすることができ
る。
【００５４】
　更にまた、画像センサー１２の接触フィンガー１６および１８を部分３２および３４の
外側において回路基板３０に部分的に接続して、回路基板１０２またはその芯線１０４を
回路基板３０の第三の部分３６の下側５２で接続するためのスペースが大きくなるように
してもよい。
　画像ピックアップモジュール１０の組み立て方法を以下説明する。
【００５５】
　まず図２に示す回路基板３０と図３に示す画像センサー１２とを用意する。
　図２に示す回路基板３０は、第一の部分３２、第二の部分３４および第三の部分３６の
間に空間５８を生成するために立方体または平行六面体のバルク材料から材料をくり抜い
て製造する。更に複数の穴６４、６６、６８および７０を回路基板３０に形成し、それが
適切な場合はこれらの穴に上で説明したメタライゼーション（金属化）を行う。
【００５６】
　次の工程では、まず第一の電子部品７８を準備し、それが適切な場合は部品７８の接点
８２～８６を図４に示す位置にあわせて曲げ、適切であれば適当な長さに切断する。
　その後図５に示すように、第一の電子部品７８を第三の部分３６の内側７２上に配置し
て、例えば接着によりそこに取り付ける。第二の電子部品８０を側面１１０、すなわち電
子部品７８の上に配置して、例えば接着によりそこに取り付ける。
【００５７】
　次の工程では、事前に図６に示すような形状に曲げられた導線９２～９８を第一の部品
７８の接点８２～８６ならびに／または第二の部品８０の接点８８および９０に電気的に
接続する（図６）。更に、導線９２～９８を穴６４、６６、６８および７０を通るスルー
ホールメッキにより第三の部分３６の外側面５２に接続する。
　電子部品７８および８０を回路基板３０に接続した後、回路基板３０の空間５８の残り
の部分に充填材１００を充填し、その後で充填材１００を硬化させる。
【００５８】
　次の工程では図８に示すように、芯線１０４を有するケーブル１０２を第三の部分３６
の下側５２に接続する。図８によれば芯線１０４は事前に露出されており遮蔽エレメント
を備えている。芯線１０４の自由端も同様に絶縁被覆が剥がされている。芯線は例えば半
田付けのような通常の接続方法により、回路基板３０の第三の部分３６の外側面５２に接
続される。
【００５９】
　ケーブル１０２を回路基板３０に接続したあとで、画像センサー１２をその下側４２で
回路基板３０の部分３２および３４の端部３８および４０と硬化した充填材１００との上
に直接、すなわち端部３８および４０から距離をあけずに載置する。画像センサー１２の
接触フィンガー１６および１８は画像センサー１２の平面にほぼ直角に曲げられ、部分３
２および３４の外側面４４および４６に沿って配設される（図９）。
【００６０】
　最後の工程で、画像センサー１２の接触フィンガー１６および１８のそれぞれの端部４
８および５０を図１０に示すように回路基板３０の第三の部分３６の外側５２上に曲げ、
次に端部４８と５０を回路基板３０に接続する。画像センサー１２、電子部品７８，８０
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およびケーブル１０２は、これにより全て回路基板３０の第三の部分３６の外側５２に接
続されており、所定の端子配置設計に従って配線されたことになる。
【００６１】
　回路基板３０にケーブル１０２を接続して画像センサーを取り付ける順序は逆であって
もよい。すなわち、最初に画像センサー１２を回路基板３０に取り付け、接触フィンガー
１６および１８を回路基板に接続し、その後でケーブル１０２のみを回路基板３０に接続
してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】画像ピックアップモジュールの組み合わせが完成した状態を先端側から斜めに見
た、大幅に拡大した図である。
【図２】図１の画像ピックアップモジュールの回路基板を分離して、先端側から斜めに見
た図である。
【図３】図１の画像ピックアップモジュールの電子的画像センサーを分離して、先端側か
ら斜めに見た図である。
【図４】図１の画像ピックアップモジュールの電子部品を分離して、先端側から斜めに見
た図である。
【図５】図１の画像ピックアップモジュールの組み立て方法の１工程を、先端側から斜め
に見た図である。
【図６】図１の画像ピックアップモジュールの組み立て方法のさらなる工程を、先端側か
ら斜めに見た図である。
【図７】図１の画像ピックアップモジュールの組み立て方法のさらに別の工程を、先端側
から斜めに見た図である。
【図８】画像ピックアップモジュールの組み立て方法のさらに別の工程を、手前側の端か
ら斜めに見た図である。
【図９】図１の画像ピックアップモジュールの組み立て方法のさらに別の工程を、手前側
の端から斜めに見た図である。
【図１０】画像ピックアップモジュールの組み立て方法の最後の工程の後で組み立てが完
成した画像ピックアップモジュールを、手前側の端から斜めに見た図である。
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